
从 STM32F103C8T6移植到 CH32F203C8T6 

V1.0  

说明 

资源分配对比如下表： 

表 1 资源分配对比 

 STM32F103C8T6 CH32F203C8T6 

Flash 64K 64K 

RAM 20K 20K 

主频 72MHz 144MHz 

TIMER 4 4 

U(S)ART 3 3 

I2C 2 2 

SPI 2 2 

CAN 1 1 

USBD 1 1 

USBHD -- 1 

ADC 10 10 

TKey - 10 

OPA -- 2 

 

 

 

 

 

  



 目录  
1 硬件差异 ...................................................................................................................................... 3 
2 内部资源差异对比 ...................................................................................................................... 3 
3 软件环境设置-Keil .................................................................................................................... 3 

3.1 keil5中添加 PACK包 ...................................................................................................... 3 
3.3 CH32F20xEVT.ZIP使用注意事项 .................................................................................... 5 

3.3.1 芯片型号对应 EVT中函数定义 ........................................................................... 5 
3.3.2 寄存器名字对比 ................................................................................................... 6 

3.2 使用 WCH-Link开发 CH32F203C8T6 ................................................................................ 7 
4 外设移植注意点 .......................................................................................................................... 9 

4.1 RCC .................................................................................................................................... 9 
4.1.1 HSE ........................................................................................................................ 9 
4.1.2 PLL ........................................................................................................................ 9 

4.2 ADC .................................................................................................................................. 10 
4.2.1 ADC校准 ............................................................................................................. 10 

4.3 CAN .................................................................................................................................. 10 
4.3.1 CAN过滤器表...................................................................................................... 10 

4.4 USBD ................................................................................................................................ 11 
4.4.1 System ................................................................................................................ 11 
4.4.2 USB引脚内置电阻 .............................................................................................. 11 
4.4.3 程序差异点......................................................................................................... 11 

4.5 FLASH .............................................................................................................................. 12 
4.5.1 用户字操作......................................................................................................... 12 
4.5.2 用户 FLASH操作 ................................................................................................. 13 
4.5.3 FLASH取指等待时延 .......................................................................................... 15 

4.6 SPI .................................................................................................................................. 15 
4.6.1 SPI支持最高时钟频率 ...................................................................................... 15 
4.6.2 一主多从，从机发送数据出错 ......................................................................... 15 

4.7 DMA .................................................................................................................................. 15 
4.7.1 相关寄存器操作不通点 ..................................................................................... 15 

4.8 RTC .................................................................................................................................. 15 
4.8.1 RTC闹钟唤醒后，闹钟中断标志未被置位 ...................................................... 15 

 

 

  



1 硬件差异 

LQFP48 管脚兼容 

2 内部资源差异对比 

表 2 内部资源差异 

 CH32F203C8T6 STM32F103C8T6 

最大主频 144MHz 72MHz 

USB USBHD+USBD USBD 

OPA 2组 无 

TKey 10组 无 

CAN和 USBD 可同时使用 不可同时使用 

JTAG 不支持 支持 

Standby唤醒 支持所有 IO 仅支持 PA0 

3 软件环境设置-Keil 

目前市面通用的MDK for ARM版本有Keil5；建议客户使用Keil 5 V5.25及以上版本，

ARM-CMSIS 5.3.0，以便支持WinUSB DAP-Link。若使用低版本Keil5，只支持HID DAPlink，

下载速度相对较慢。 

注：WCH-Link V2.4版本后改为 WinUSB 模式。 

3.1 keil5中添加 PACK包 

1.从沁恒官网（http://www.wch.cn/）下载 CH32F20XEVT，打开 PUB 文件夹中的

Keil.WCH32F2xx_DFP.1.0.1文件，如图 1所示文件位置。 

 

图 1 PACK文件包位置 

2. 双击解压安装至Keil 5的目录，一般都会默认选择，如若同时安装了Keil 4和Keil 

5才需要手动选择。PACK包安装界面如图2所示，点击Next完成安装即可。 

http://www.wch.cn/


 

图 2 PACK包安装界面 

3. 安装成功后，重新打开Keil 5，则可以在File->Device Database中出现WCH的下拉

选项，点击可以查看到相应的型号。如图3所示Pack包成功安装。 

 

图 3  Pack 包成功安装示意图 



4.为了后续debug工作的顺利进行，建议检查一下安装路径下是否有下载算法，可以通

过如下方式查看：打开一个工程，将型号选为CH32F2xx的型号，然后Options for Target -> 

Debug ->Settings -> Flash Download-> Add，如果下拉选项中有CH32F2xx的下载算法则

完全安装成功，如图4所示。 

 

图 4 Flash 算法文件选择示意图 

3.3 CH32F20xEVT.ZIP使用注意事项 

3.3.1 芯片型号对应 EVT中函数定义 

本示例针对以 CH32F203C8T6为例，对例程更改步骤如下： 

1.更改 CH32F20x.h 文件，如图 9 所示，选用 CH32F20x_D6。（如注释所示，适用于

CH32F203K8、CH32F203C6、CH32F203C）。 

 

图 5 CH32F20x.h文件更改 

2.更改 startup 文件，点击 Manage Project ltems 进行文件更换，选用 startup_ 

ch32f20x_ D6.s文件，进行替换，文件更换见图 10（若换用其他类型芯片，选用启动文件

参照图 9注释）。 



 

图 6 startup文件更换 

3.选用芯片类型，点击 Options for Target….选用 CH32F203C8，如图 11所示。 

 

图 7 CH32F203C8芯片选择 

3.3.2 寄存器名字对比 

  在使用 EVT 时，CH32 寄存器名称和 STM32 不同，需注意，具体可参考底层驱动文件

ch32f20x.h。 



 

 

3.2 使用 WCH-Link开发 CH32F203C8T6 

CH32F203C8T6的开发板自带WCH-Link，可以用电路板上的WCH-Link调试仿真代码，操

作方法如下： 

1.在Options for Target -> Debug 中选择“CMSIS-DAP Debugger”，部分客户反馈

找不到这一驱动器选项，那是因为MDK版本过低，只有Keil4.74以上的版本和Keil5才支持

CMSIS-DAP Debugger选项，如图5所示。 

图 8 WCH-Link 选择 Debugger 类型 

2.在Options for Target -> Utilities，也要选择“CMSIS-DAP Debugger”，如图6

所示进行选择。 



 

图 9 GD-Link 在 Utilities 中选择 Debugger 类型 

3.在Options for Target -> Debug ->Settings勾选SWJ、Port选择 SW。右框IDcode

会出现”0xXBAXXXXX”，如图7所示进行勾选。 

 

图 10 WCH-Link 成连接目标板示意图 

4.在Options for Target -> Debug ->Settings -> Flash Download中添加CH32的

flash算法，如图8所示。 



 

图 11 WCH-Link 添加 Flash 算法文件示意图 

完成如上操作，点击 OK，即可对编译完的程序进行下载调试。 

注：在使用其他 LINK（如 ST-Link、JLink 等）下载时，RAM for Algorithm 配置 Size 

0x2800 

4 外设移植注意点 

4.1 RCC 

4.1.1 HSE 

CH32的 HSE起振时间为 2.5ms：CH32F203C8T6的晶体超时时间配置见图 12。该配置在底层

驱动文件 ch32f20x.h。 

 

图 12 CH32F203C8T6的晶体超时时间设置 

4.1.2 PLL 

CH32的 HSI和 HSI/2作为 PLL的源，STM32只有 HSI/2作为 PLL的源。可通过若使用

HSI 做 PLL 源，需软件配置 EXTEN 寄存器，具体使用可参考 CH32F20xEVT 中

EXAM\RCC\HSI_PLL_Source。 

 



图 13 EXTEN寄存器配置 

CH32的 PLL倍频系数更多，支持最大主频 144MHz。 

 

图 14 PLL倍频系数 

4.2 ADC 

4.2.1 ADC校准 

CH32校准后需软件处理。具体操作参考 ADC例程。 

 

图 15 ADC校验程序 

4.3 CAN 

4.3.1 CAN过滤器表 

CH32 因设计上的不同，需做软件处理，过滤器表向后偏移了 256Byte。具体操作参考

CAN例程，CH32F20xEVT底层库 ch32f20x_can,c已做处理。 

 

图 16 CAN软件处理 



4.4 USBD 

4.4.1 System 

在使用 USBD时，STM32可使用主频为 48MHz(1分频)和 72MHz（1.5分频），CH32可使用

主频为 48MHz(1分频)、96MHz(2分频)和 144MHz（3分频），若用户使用 USBD，只能选上述

三个主频配置。 

4.4.2 USB引脚内置电阻 

STM32 需外接电阻，CH32 内置电阻。具体操作参考可参考 CH32F20xEVT 中 EXAM\RCC 

\USB\USBD相关例程。 

 

图 17 CH32内置电阻配置 

4.4.3 程序差异点 

CH32 端点状态寄存器初始化时需进行全清操作，全清操作见下图；CH32 的 USB_EPnR

寄存器，需多次写才能写入，故在使用时，需写完后需判断是否写入，CH32F20xEVT底层库

usb_regs,c已做处理。 

 



 

 

图 18 CH32初始化 

4.5 FLASH 

CH32 FLASH编程支持半字编程和 STM32做兼容，但速度较慢，推荐使用快速编程（256B-

1Page）。FLASH擦除后，STM32字读为 0xFFFFFFFF，CH32字读为 0xe339e339，半字读 0xe339，

偶地址字节读 0x39，寄地址读 0xe3。 

4.5.1 用户字操作 

用户字 FLASH 擦除后不为 0xFF，故若需要修改用户字，需先读出保存，擦用户字，将

需要修改的配置字和之前读出的一起写入。具体操作参考可参考 CH32F20xEVT 中底层库

ch32f20x_flash,c中相关库函数处理。 



 

 

 

 

图 19 CH32用户字 FLASH操作 

4.5.2 用户 FLASH操作 

    STM32支持半字编程，支持 4KB擦和全擦。CH32在此基础上增加快速页编程（256B）、

4K 擦、32K 擦和 64K擦。CH32 半字编程较慢，故推荐使用快速页编程。具体操作参考可参

考 CH32F20xEVT 中 底 层 库 ch32f20x_flash,c 中 相 关 库 函 数 处 理 或



EVT\EXAM\FLASH\FLASH_Program FLASH例程。 

 

 

 

 

 

 



 

图 20 CH32用户 FLASH操作 

4.5.3 FLASH取指等待时延 

STM32 在不同主频下 FLASH 取指需要时延，对应关系即 零等待（0-24MHz）、一等待

（24MHz-48MHz）、两等待（48MHz-72MHz）。 

CH32 在不同主频下都是零等待。具体操作参考可参考 CH32F20xEVT 中每个例程下的

system_ch32f20x.c配置。 

4.6 SPI 

4.6.1 SPI支持最高时钟频率 

STM32 支持时钟最高 36MHz。CH32 支持时钟最高为 72MHz,若要使用高时钟频率需特殊

配置。36Mhz-72MHz 为高速模式，该模式仅在时钟 2分频（即 CTLR1寄存器中 BR=000）时

有效。使能高速模式，需将 HSCR寄存器位 0 ，置 1。 

4.6.2 一主多从，从机发送数据出错 

SPI 从机模式 MISO 不被片选时，CH32 为复用推挽，ST 为高阻态。使用一主多从功能

时，需从机在不被片选时，关闭 SPI，保持 MISO 引脚为高阻态。从机通过检测片选引脚为

低电平使能 SPI，高电平关闭 SPI。此时主机控制片选引脚拉低后，发送数据需有一定延时，

确保从机被片选后有足够时间使能 SPI。 

4.7 DMA 

4.7.1 相关寄存器操作不通点 

   在 DMA通道使能后，CH32 PADDRx和 MADDRx不可写，STM32 CMAPx、CPARx都可以写（官

方手册中不建议这样操作）。 

注：PADDRx对应 CMAPx，MADDRx对应 CPARx。 

4.8 RTC 

4.8.1 RTC闹钟唤醒后，闹钟中断标志未被置位 

    RTC闹钟中断中判断的标志由 RTC_IT_ALR，更改为 EXTI_Line17中断标志。 

 

 

 

 

 


	1 硬件差异
	2 内部资源差异对比
	3 软件环境设置-Keil
	3.1 keil5中添加PACK包
	3.3 CH32F20xEVT.ZIP使用注意事项
	3.3.1 芯片型号对应EVT中函数定义
	3.3.2 寄存器名字对比

	3.2 使用WCH-Link开发CH32F203C8T6

	4 外设移植注意点
	4.1 RCC
	4.1.1 HSE
	4.1.2 PLL

	4.2 ADC
	4.2.1 ADC校准

	4.3 CAN
	4.3.1 CAN过滤器表

	4.4 USBD
	4.4.1 System
	4.4.2 USB引脚内置电阻
	4.4.3 程序差异点

	4.5 FLASH
	4.5.1 用户字操作
	4.5.2 用户FLASH操作
	4.5.3 FLASH取指等待时延

	4.6 SPI
	4.6.1 SPI支持最高时钟频率
	4.6.2 一主多从，从机发送数据出错

	4.7 DMA
	4.7.1 相关寄存器操作不通点

	4.8 RTC
	4.8.1 RTC闹钟唤醒后，闹钟中断标志未被置位



